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二、说明、目录、图表目录

       2015 年全球半导体材料市场产值为434 亿美元，其中，台湾为94.1 亿美元，连续6 年蝉联最

大市场；而南韩、中国大陆、北美与欧洲都有微幅成长，日本则出现6.28%的衰退幅度。总的

晶圆制造材料和封装材料分别为241 亿美元和193 亿美元，分别比2014 年衰退1%与2%。  

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国半导体材料市场全景调查与市场前景预测报告

》共十四章。首先介绍了半导体材料产业相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体材料

行业规模及消费需求，然后对中国半导体材料行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析

了中国半导体材料行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体材料行业有个系统的了

解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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第二章 2014-2016年半导体材料发展基本概述

第一节 主要半导体材料概况
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二、半导体材料的种类
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第二节 其他半导体材料的概况

一、非晶半导体材料概况

二、GaN材料的特性与应用
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第三章 2014-2016年世界半导体材料产业运行形势综述

第一节 2014-2016年全球总体市场发展分析
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第四章 2014-2016年中国半导体材料产业运行环境分析
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第五章 2014-2016年中国半导体材料行业运行动态分析
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第六章 2014-2016年中国半导体材料行业技术分析

第一节 2014-2016年半导体材料行业技术现状分析

一、硅太阳能技术占主导

二、有机半导体TFT的应用

第二节 2014-2016年半导体材料行业技术动态分析

一、功率半导体技术动态

二、闪光驱动器技术动态

三、封装技术动态

四、太阳光电系统技术动态

第三节 2017-2022年半导体材料行业技术前景分析

一、高能效驱动方案前景分析

二、计算机芯片技术前景分析

三、太阳能产业技术前景分析

 

第七章 2014-2016年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节 2014-2016年中国第三代半导体材料相关介绍

一、第三代半导体材料的发展历程

二、第三代半导体材料得到推广

三、宽禁带半导体材料

第二节 2014-2016年中国氮化镓的发展概况

一、氮化镓半导体材料市场的发展状况



二、氮化镓照亮半导体照明产业

三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2014-2016年中国氮化镓的研发和应用状况

一、中科院研制成功氮化镓基激光器

二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化

三、非极性氮化镓材料的研究有进展

四、氮化镓的应用范围

五、氮化镓晶体管的应用分析

 

第八章 2014-2016年中国其他半导体材料运行局势分析

第一节 砷化镓

一、砷化镓单晶材料的发展

二、砷化镓的特性

三、砷化镓产业的发展应用状况
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第二节 碳化硅

一、半导体材料碳化硅介绍

二、碳化硅材料的特性

三、高温碳化硅制造装置的组成

四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

 

第九章 2014-2016年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

第一节 2014-2016年中国半导体分立器件制造业数据统计与监测分析
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三、2014-2016年中国半导体分立器件制造业总销售收入分析
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四、从业人数
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二、主要省市投资增速对比

 

第十章 2014-2016年中国半导体市场运行态势分析

第一节 LED产业发展

一、国外LED产业发展情况分析

二、国内LED产业发展情况分析

三、LED产业所面临的问题分析

四、2017-2022年LDE产业发展趋势及前景分析

第二节 集成电路

一、中国集成电路销售情况分析
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第一节 2014-2016年国外年半导体材料行业竞争分析



一、2014-2016年欧洲半导体行业竞争机构分析

二、2014-2016年欧洲半导体产业竞争分析

第二节 2014-2016年我国半导体材料市场竞争分析

一、半导体照明应用市场竞争分析

二、单芯片市场竞争分析

三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节 2014-2016年我国半导体材料企业竞争分析

一、国内硅材料企业竞争分析

二、政企联动竞争分析
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三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析
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三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析



三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 峨眉半导体材料厂

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 洛阳中硅高科有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 北京中科镓英半导体有限公司

一、企业基本概况
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三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析



四、企业成本费用情况

第十一节 河南新乡华丹电子有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

 

第四部分 行业发展前景预测及投资分析

第十三章 2017-2022年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2017-2022年中国半导体材料行业市场趋势

一、2017-2022年国产设备市场分析
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三、半导体材料产业整合

第二节 2017-2022年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析
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